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Beschreibung 

Verfahren zur Kontaktierung mindestens eines Moduls fur 
drahtlose Funkstandards mit mindestens einer Applikation 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kontak- 
tierung eines Moduls fur drahtlose Funkstandards mit einer 
Applikation und eine entsprechende Kombination eines Moduls 
mit einer Applikation. 

Module fur drahtlose Funkstandards, die uber eine vollstandi- 
ge GSM/ GPRS Funktionalitat verfugen, sogenannte Wireless Mo- 
dules werden in zunehmender Zahl in Applikationen, wie bei- 
spielsweise in Mobile Computing Systemen, PDAs und tragbaren 
und leichten Telematiksystemen eingesetzt. Dabei werden an 
Wireless Modules bestimmte Anforderungen gestellt. Zum einen 
sollen sie eine moglichst kleine BaugroSe besitzen, damit sie 
gut einsetzbar sind und wenig Raum in Anspruch nehmen. Je 
nach Applikation soil ten sie von der Hohe, Breite und/oder 
Lange klein und angepasst gewahlt werden. Fur PDAs ist bei- 
spielsweise eine geringe Bauhohe entscheidend. Ferner mussen 
die Wireless Modules entsprechend ihrer Spezif ikation eine 
ausreichende Sendeleistung aufweisen. Dies ist insbesondere 
dadurch begrundet, dass die Module in einer Applikation in- 
tegriert werden und die notwendigen Verbindungsleitungen Ver- 
luste verursachen. Daruber hinaus ist eine lange Betriebsdau- 
er erwunscht. Die Wireless Modules sollen leicht und schnell 
in die verschiedenen Applikationen einbaubar sowie leicht und 
schnell gegen andere Module gleicher oder mit erweiterter 
Funktionalitat austauschbar sein. 

Bislang werden auf dern Markt befindliche Wireless Modules mit 
einer Applikation, wie beispielsweise mit einem mother board 
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eines PDAs liber Steckverbinder , wie beispielsweise Board- to- 
Board-Connectors oder uber Flachbandkabel-Stecker verbunden. 
Dabei treten jedoch eine Anzahl Nachteile auf . Die genannten 
Verbindungsmoglichkeiten sind sehr platzauf wendig und fur eine 
Miniaturisierung nicht geeignet. Bei Verwendung von Flachband- 
kabeln kommt es zudem zu einer unzuverlassigen Kontaktierung. 
Dies ist unter anderem in dem Bestreben der weiteren Miniaturi- 
sierung xand der damit erzwungenen Verringerung der Abstande der 
Einzelleitungen des Flachbandkabels begriindet . Ebenfalls durch 
die Miniaturisierung bewirkt die Verringerung der Leiterquer- 
schnitte der Verbindungsleitungen einen grofien elektrischen 
Ubergangswiderstand . Die nicht ausreichende Kontaktierung des 
Moduls an einer Warmesenke bewirkt zusatzlich einen groEen 
thermischen Ubergangswiderstand, Der Massekontakt Modul/ 
Applikation ist durch den grofien Widerstand der Verbindungslei- 
tung nicht ausreichend gut. Eine HF- (Hochf requenz- ) Verbindung 
zwischen einem Modul und einer Applikation oder einer Antenne 
erfolgt ublicherweise uber ein Buchse/Stecker-System bzw. uber 
ein gelotetes Koaxialkabel . Wahrend die erste Variante recht 
kostenintensiv ist, sind bei der zweiten Moglichkeit (Loten) 
thermische Effekte, die das Verhalten des Moduls verandern 
konnen, nicht ausgeschlossen. 

Da der Abstand der Kontakte des Flachbandsteckers oder Board- 
to-Board-Connectors sehr klein ist, lassen sich bei der Ferti- 
gung der Module die Kontaktstellen schlecht als Priifpunkte 
nutzen. Die Module miissen ferner auf einer Applikation manuell 
montiert werden. Zur Montage gehoren ublicherweise Steck- , 
Schraub-, Klemm- und Lotprozesse. Durch diese Problematik ei- 
nerseits und der ungenugenden Definition bzw. Standardisierung 
von Schnittstellen zur Kundenapplikation andererseits kann ein 
Modul nur mit groSem Aufwand gegen ein anderes Modul mit ande- 
rer Funktionalitat ausgetauscht werden. Wunschenswert ist da- 
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gegen eine technische Losung, die sowohl fur die technischen 
Parameter, wie beispielsweise geringer thermischer Widerstand 
zwischen Warmequelle auf dem Modul und Warmesenke auf der Ap- 
plikation, geringer elektrischer Widerstand der Signal- und 
Spannungszufuhrung zwischen Modul und Applikation, definierte 
elektrische Impedanz der HF-Verbindungen zwischen Modul und 
Applikation als auch fur die Montage bzw. Adapt ierung opti- 
miert und standardisiert ist. 

Es war somit eine Aufgabe der vorliegenden Erf indung ein Ver- 
fahren und eine entsprechende Anordnung vorzusehen, mit deren 
Hilfe eine moglichst f unktionale,. schnelle, einfache und 
platzsparende Kontaktierung moglich wird. 

Gelost wird diese Aufgabe durch das erf indungsgemafie Verfah- 
ren nach Anspruch 1 bzw. durch eine erf indungsgemaEe Kombina- 
tion eines Moduls mit einer Applikation gemaS Anspruch 7. 
Vorteilhafte Ausfuhrungsf ormen sind in den entsprechenden Un- 
teranspruchen auf gef iihrt . 

Gemafi Anspruch 1 wird ein Verfahren zur Kontaktierung mindes- 
tens eines Moduls fur drahtlose Funkstandards mit mindestens 
einer Applikation bereitgestellt , wobei 

- auf einer mit der Applikation zu kontaktierenden Seite 
des Moduls Kontaktf lachen vorgesehen werden und 

- auf einer mit dem Modul zu kontaktierenden Seite der 
Applikation Kontaktf lachen vorgesehen werden, die mit 
den Kontaktf lachen des Moduls zusammenwirken konnen und 

- zwischen den jeweiligen Kontaktf lachen des Moduls und 
der Applikation eine Verbindung hergestellt wird. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsf orm des erf indungsgemaSen 
Verfahrens wird durch eine mechanische Vorrichtung, . die das 
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R ei„- und R aussc b ia b an das Moduis in und aus dsr - on 

erxannt. w ob ai dia i. eingesc.Oanan Sus.and *~ 
gagenuiiBrstshandan Kontafctf lachan sins i6 3b ara » 
LLaran. *ie -nacnaniscna Varricutung 

na £t eine Mb run gS sc b iana in dar Appiikatron » « das «odu 
^schiussi, rain- und raus g ssc b o b sn wsrdan kann. 
i* das Hodui sa b r laicht und ainfach 3 a 9 an em andsras Modui 
mlt gl aichar odar andarar Funktionaiitat -tauecn.ar^ur 
sichlan aiaktriscban und tnarrcisshsn Kontakt.arung konnan 

au f Appiikationssaits -scnanisOa 
beispi alswsiss stiff odar .nacnaniscns Fadarn 
dan dia 1* ainar ausrsichandan Fedsrkratt auf dxa Kontakta 

des Moduls drucken. 

• ^ = ^ prpn bevorzugten Ausfiihrungs- 
, Da^aganubar wird » axnar andaran bavo « veEbindung 
form das art indungsgamaGan Varfahrans a.na fasts 
z „ iS chsn dan Jawaili.au Kontaktf lachan vorgasanan. Versus 
wsiss wardsn da b ai dia Jawailigan Kontaktf lacnan 
16 tat. *ina wsitara Moglichkait ist das zusa^anprassan 
0 der Komponenten. 

m ainar waitaran bavorsugtan Ausfuhrungsfor. das erfindungs- 
ZZL Varans wardan dia .BWBiligan 
Form eines Rasters bzw. eines spezxellen Arrays ang 

* Kontaktf lachen durch eine tnetallische 

Vorzugsweise werden die KontaKttia A/nA&T ther- 

Beschichtung It einem niedrigen elektrischen und/oder ther 
Bescnicnc g lie , iert Typische Beschichtungen sxnd 

mischen Widerstand realxsiert. Typisc 
Kupfer-, Aluminium- und Goldlegierungen. 

F erner umfasst die vorliegende Erfindung eine ^-tion 
aufw eisend ein Modul fur drahtlose ^"^^^ * 
plikation, wobei das Modul auf einer mxt der AppHkatxon 
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kontaktierenden Seite Kontaktflachen auf«eist und die Appli- 
cation auf einer mit dem Modul zu kontaktierenden Seite Kon- 
taktflachen aufweist, die mit den Kontaktflachen des Module 
zusammenwirken k6nnen und mit diesen kontaktierbar eind. 

in einer bevorzugten Ausfuhrungsform der erf indungsgemafien 
Komhination eind die Jeweiligen Kontaktfiacnen ISsbar mrtexn- 
ander verbindbar. 

in einer anderen bevorzugten Ausfuhrungsform der erfindungs- 
gamaEen Kombination sind im Gegensatz dazu die jeweiligen 
Kontaktflachen unl6sbar miteinander verbindbar. Dabei ernd 
sie vorzugsweise miteinander verl6tbar oder verpressbar. 

Ferner eind die jeweiligen Kontaktflachen vorzugsweise in 
Form eines Rasters angeordnet. 

Hittels der vorliegenden Erfindung ist es aufgrund des sehr 
garingen Platzaufwandes zur Kontaktierung des Module maglrch 
einen hohen Grad an Miniatnrisierung zu schaffen. Ferner wrrd 
gerade bei einem Verl6ten der jeweiligen Kontaktflachen m lt 
einander eine sichere Kontaktierung gewahrleistet . Dabertrrtt 

1 auch nur ein sehr geringer elektrischer und thermischer Uber- 
gangswiderstand auf. Hierbei wird als alektrisch/thermrscher 
L eiter das Materialsystem Kupfer-Lot (Zinn/Bleisystem) -Kupfer 
benutzt. Es ergibt sich ein sehr guter Massekontakt Mo- 
dul/A P plikation. Dariiber hinaus ist erf indungsgemaS erne dx- 
rekte Kontaktierung des HF-Anschlusses zu einer Applikatron 
maglich, wahrend dafur bislang teure HF-Stecker benatigt wur- 

, den. Prufpunkte konnen einfach vorgesehen werden. Eine gute 
Kontaktierung und eine einfache Handhabung bei der Fertigung 
ist gegeben. 
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, • d mittels der Erf indung^ie Moglichkeit einer automati- 
Es wxrd mxttels der entspr echenden Applikationen 

schen Montage der Module auf den encsp 

gegeben . 

Weitere Vorteila wardan anband der fol 3 anden Figuran aurge- 
zeigt. Es zeigen 

p^rkseite eines Moduls ei- 
Fig.l Schematised Darstellung der Rucksexte 

* erfindungsgemaSen Kombxnatxon, 

ner Ausfuhrungsf orm exner ertxnauny y 

erfindungsgamaBen Kontoination, aufwaisand 

A ppl ik ation, bei waicbem das Modui und dia Application 

miteinander verbindbar Bind. 

Figur t , igt .a ~ :r rir", 

gam&Een Kotnbination. aufwaisand am Modu 

«. Angeordnat ist bier ^ ^ ^ ssekontal c t 3 

, TO d .indestens sine ^^^^.n —f l*cben 

ti on dar. Unter dan fcleineren ~ fl *«^.*" t *^ a *- 

^ , /- ^Vi-r die Fertigung und Testpun*. 
k 6nnen aber auch TestpunKte 6 tur 9 
ta 7 fflr dia Entwicklung vorgasahan werden. Famar K 
pai.it ain HF-Kontafctpunkt 8 vorgeseben wardan. 

Fi gur 2 seigt aina .ecbaniscbe vorricbtung sur —a eines 
:i lB , Jeiner Application 1 ^ - 
die se Vorrichtung bzw. in dia Application 1 rain 
! Lban wardan Cann. Oia .necbaniscbe Vorricbtung barnbait- 
. , k e ine Fubrungsschiene in dar Application 1, in 
beispielhaft eina Fubrung k .. hlv ,_ is t Im eingescho- 

dar das Modul 2 f ormschlussig versohiebbar ist. 
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Patentanspruche 

1 verfahren zur Kontaktierung mindestens eines Moduls fur 
drahtlose Funkstandards mit mindestens einer Applxkatxon, 
:>ei 

auf einer mit der Applikation zu kontaktierenden Sexte 
des Moduls Kontaktflachen vorgesehen werden und 
- auf einer mit dem Modul zu kontaktierenden Seite der 
Applikation Kontaktflachen vorgesehen werden, dxe mxt 
den Kontaktflachen des Moduls zusammenwirken konnen und 
. Z wischen den jeweiligen Kontaktflachen des Moduls und 
der Applikation eine Verbindung hergestellt wxrd. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurchgekennzeichnet, 

dass eine losbare Verbindung zwischen den jeweiligen Kon- 
taktflachen durch eine mechanische Vorrichtung vorgesehen 
wird, die ein Austausch des Moduls durch Rein- und Raus- 
schieben gestattet. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass eine feste Verbindung zwischen den jeweiligen Kon- 
taktflachen vorgesehen wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die jeweiligen Kontaktflachen zusammengelotet oder 
zusammengepresst werden. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 
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class die jeweiligen Kontaktflachen in Form eines Rasters 
angeordnet werden. 

. verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die Kontaktflachen durch eine metallische Beschxch- 
tung mit einem niedrigen elektrischen und/oder thermx- 
schen Widerstand realisiert werden. 

Kombination, aufweisend ein Modul fur drahtlose Funkstan- 
dards und eine Applikation, wobei das Modul auf einer mxt 
der Applikation zu kontaktierenden Seite Kontaktflachen 
aufweist und die Applikation auf einer mit dem Modul zu 
kontaktierenden Seite Kontaktflachen aufweist, die mxt 
den Kontaktflachen des Moduls zusammenwirken konnen und 
mit diesen kontaktierbar sind. 

B. Kombination nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die jeweiligen Kontaktflachen losbar miteinander ver- 

bindbar sind. 

9. Kombination nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die jeweiligen Kontaktflachen unlosbar miteinander 
verbindbar sind. 

10. Kombination nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die jeweiligen Kontaktflachen miteinander verlotbar 

sind. 

11. Kombination nach einem der Anspruche 7 bis 10, 
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dadurch gekennzeichnet, 

.n . v „4-=irt-f i aotien in Form eines Rasters 
dass die jeweiligeii Kontaktf lacnen 

angeordnet sind. 
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Zusammenf as sung 



Verfahren zur Kontaktierung mindestens eines Moduls fur 
drahtlose Funkstandards mit mindestens einer Applikation 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kontak- 
tierung mindestens eines Moduls fur drahtlose Funkstandards 
mit mindestens einer Applikation, wobei 

- auf einer mit der Applikation zu kontaktierenden Seite 
des Moduls Kontaktflachen vorgesehen werden und 

- auf einer mit dem Modul zu kontaktierenden Seite der 
Applikation Kontaktf lachen vorgesehen werden, die mit 
den Kontaktflachen des Moduls zusammenwirken konnen und 

- zwischen den jeweiligen Kontaktflachen des Moduls und 
der Applikation eine Verbindung hergestellt wird. 

Ferner umfasst die vorliegende Erfindung eine Kombination, 
aufweisend ein Modul fur drahtlose Funkstandards und eine Ap- 
plikation, wobei das Modul auf einer mit der Applikation zu 
kontaktierenden Seite Kontaktflachen (f lachenf ormige Kontakt- 
elemente) aufweist und die Applikation auf einer mit dem Mo- 
dul zu kontaktierenden Seite Kontaktflachen aufweist, die mit 
den Kontaktflachen des Moduls zusammenwirken konnen und mit 
diesen kontaktierbar sind. 



Figur 1 
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